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物性測定や高分解能センサー応用などの分野で温度 0.3K 以下の超低温は重要な温度領域であ

る。この温度領域を簡便な固体素子で実現するためのトンネル接合型固体冷凍機研究が米国 NIST

を中心に進められている[1-2] 。固体冷凍機の主な問題点は，①冷凍能力を向上させること、②熱

放散を効率よく行うこと、などが挙げられる。本報告においては N//I/S 接合の作成、およびその

基礎輸送特性に関して報告する。 

素子は N/I/S 接合が直接に 2 個並んだ配置 S/I/N/I/S 構造を有し、N 層には Mn 添加により超伝導

性を抑制した Al 層、I 層には Al 酸化膜を用いた（図 1）。また最上層に熱ドレインとしての機能

を持たせるための Cu 層を、つけた素子とつけない素子の両方を同一基板上に作成し、比較を行っ

た。またコンダクタンス特性の評価は通常の 4 端子法で行った。得られたコンダクタンスは、図

2 に示すように、熱ドレインの有無によりコンダクタンスが変化する様子が観察されており、現

在冷却能力との相関に関する解析を進めている。 
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図１ 作成した固体冷凍機素子構造、  図２ 固体冷凍機の輸送特性、熱ドレイン 

図中の数値は厚み（nm）を表す。  Cu 層の有無により特性が変化する。 
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